
JP 2017-503688 A5 2021.5.6

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】令和3年5月6日(2021.5.6)

【公表番号】特表2017-503688(P2017-503688A)
【公表日】平成29年2月2日(2017.2.2)
【年通号数】公開・登録公報2017-005
【出願番号】特願2016-544402(P2016-544402)
【国際特許分類】
   Ｂ２７Ｄ   1/04     (2006.01)
   Ｂ２７Ｍ   1/02     (2006.01)
   Ｂ２７Ｍ   1/00     (2006.01)
   Ｂ２７Ｍ   3/00     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  21/00     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  21/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２７Ｄ    1/04     　　　Ｋ
   Ｂ２７Ｍ    1/02     　　　　
   Ｂ２７Ｍ    1/00     　　　Ｆ
   Ｂ２７Ｍ    3/00     　　　Ｎ
   Ｂ３２Ｂ   21/00     　　　　
   Ｂ３２Ｂ   21/12     　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】令和3年3月19日(2021.3.19)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２８】
　少なくともある実施形態の利点は、ベニヤ要素の表面デザインが、ベニヤに浸透してい
るサブ層の一部によって変更ないし改変され得るということである。ベニヤ層及び／又は
基板に圧力を加えることにより、サブ層の一部がベニヤの細孔、又は割目乃至穴を通過し
て流れ、これにより、サブ層の一部が、基板から離れたベニヤの表面において見えるよう
になる。このため、特にサブ層が顔料を備えている場合、ベニヤのデザインが変更される
。新しいデザインが作り出される、又は、割目や節目等のベニヤの特徴が、ベニヤの表面
において目に見えるサブ層により強調され得る。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１５１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１５１】
　実施例１：
　４０重量％の木材ファイバと、１０重量％の酸化アルミニウム（Ａｌｏｄｕｒ　ＺＷＳ
Ｋ　１８０－ＳＴ）と、４９．５重量％のメラミン・ホルムアルデヒド樹脂（Ｋａｕｒａ
ｍｉｎ　７７３）と、０．５重量％のカーボンブラック（Ｐｒｉｎｔｅｘ　６０）とを含
む、４００ｇ／ｍ２の粉末混合体を、サブ層を形成する１０．０ｍｍ厚さのＨＤＦボード
に分散させた。サブ層を形成する粉末層を、２０ｇ／ｍ２の離型剤（ＰＡＴ－６６０）の
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水溶液と共に噴霧した。プレスプレート温度１６０℃で４０バールにおける３０秒間のシ
ョートサイクルプレス工程におけるアセンブリのプレス加工前に、０．６ｍｍ厚さのオー
クベニヤ層をサブ層に配置した。得られた製品は、ベニヤ層中にあってサブ層の硬化した
粉末混合体で充填された細孔や割目を含むベニヤＨＤＦであった。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１５２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１５２】
　実施例２：
　４０重量％の木材ファイバと、１０重量％の酸化アルミニウム（Ａｌｏｄｕｒ　ＺＷＳ
Ｋ　１８０－ＳＴ）と、４９．５重量％のメラミン・ホルムアルデヒド樹脂（Ｋａｕｒａ
ｍｉｎ　７７３）と、０．５重量％のカーボンブラック（Ｐｒｉｎｔｅｘ　６０）とを含
む、８００ｇ／ｍ２の粉末混合体を、サブ層を形成する１０．０ｍｍ厚さのＨＤＦボード
に分散させた。サブ層を形成する粉末層を、２０ｇ／ｍ２の離型剤（ＰＡＴ－６６０）の
水溶液と共に噴霧した。プレスプレート温度１６０℃で４０バールにおける３０秒間のシ
ョートサイクルプレス工程におけるアセンブリのプレス加工前に、０．６ｍｍ厚さのオー
クベニヤ層をサブ層に配置した。得られた製品は、実施例１の製品に比較してベニヤ層中
にあってサブ層の硬化した粉末混合体で充填された割目及びより多くの細孔を含むベニヤ
ＨＤＦであった。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１５３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１５３】
　実施例３：
　１７．５重量％の木材ファイバと、１７．５重量％の鉱物ファイバと、１０重量％の酸
化アルミニウム（Ａｌｏｄｕｒ　ＺＷＳＫ　１８０－ＳＴ）と、５２．５重量％のメラミ
ン・ホルムアルデヒド樹脂（Ｋａｕｒａｍｉｎ　７７３）と、０．５重量％のカーボンブ
ラック（Ｐｒｉｎｔｅｘ　６０）とを含む、４００ｇ／ｍ２の粉末混合体を、サブ層を形
成する１０．０ｍｍ厚さのＨＤＦボードに分散させた。サブ層を形成する粉末層を、２０
ｇ／ｍ２の離型剤（ＰＡＴ－６６０）の水溶液と共に噴霧した。プレスプレート温度１６
０℃で４０バールにおける３０秒間のショートサイクルプレス工程におけるアセンブリの
プレス加工前に、０．６ｍｍ厚さのオークベニヤ層をサブ層に配置した。得られた製品は
、実施例１の製品に比較してベニヤ層中にあってサブ層の硬化した粉末混合体で充填され
た割目及びより少ない細孔を含むベニヤＨＤＦであった。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１５４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１５４】
　実施例４：
　１０重量％の酸化アルミニウム（Ａｌｏｄｕｒ　ＺＷＳＫ　１８０－ＳＴ）と、８９．
５重量％のメラミン・ホルムアルデヒド樹脂（Ｋａｕｒａｍｉｎ　７７３）と、０．５重
量％のカーボンブラック（Ｐｒｉｎｔｅｘ　６０）とを含む、４００ｇ／ｍ２の粉末混合
体を、基板を形成する１０．０ｍｍ厚さのＨＤＦボードに分散させた。サブ層を形成する
粉末層を、２０ｇ／ｍ２の離型剤（ＰＡＴ－６６０）の水溶液と共に噴霧した。プレスプ
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レート温度１６０℃で４０バールにおける３０秒間のショートサイクルプレス工程におけ
るアセンブリのプレス加工前に、０．６ｍｍ厚さのオークベニヤ層をサブ層に配置した。
得られた製品は、実施例１の製品に比較してベニヤ層中にあってサブ層の硬化した粉末混
合体で充填された割目及びより多くの細孔を含むベニヤＨＤＦであった。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１５５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１５５】
　実施例５：
　４０．０重量％の木材ファイバと、１０重量％の酸化アルミニウム（Ａｌｏｄｕｒ　Ｚ
ＷＳＫ　１８０－ＳＴ）と、４９．５重量％の熱硬化性バインダ（Ｖｉｎｎａｐａｓ　５
０１０Ｎ）と、０．５重量％のカーボンブラック（Ｐｒｉｎｔｅｘ　６０）とを含む、４
００ｇ／ｍ２の粉末混合体を、サブ層を形成する１０．０ｍｍ厚さのＨＤＦボードに分散
させた。サブ層を形成する粉末層を、２０ｇ／ｍ２の離型剤（ＰＡＴ－６６０）の水溶液
と共に噴霧した。プレスプレート温度１６０℃で４０バールにおける３０秒間のショート
サイクルプレス工程におけるアセンブリのプレス加工前に、０．６ｍｍ厚さのオークベニ
ヤ層をサブ層に配置した。得られた製品は、実施例１の製品に比較してベニヤ層中にあっ
てサブ層の硬化した粉末混合体で充填されたより少ない細孔及び割目を含むベニヤＨＤＦ
であった。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１５６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１５６】
　実施例６：
４５重量％の水と、１０重量％の酸化アルミニウム（Ａｌｏｄｕｒ　ＺＷＳＫ　１８０－
ＳＴ）と、４４．５重量％のメラミン・ホルムアルデヒド樹脂（Ｋａｕｒａｍｉｎ　７７
３）と、０．５重量％のカーボンブラック（Ｐｒｉｎｔｅｘ　６０）とを含む、４００ｇ
／ｍ２の液体混合体を、サブ層を形成する１０．０ｍｍ厚さのＨＤＦボードに分散させた
。サブ層を形成する粉末層を、２０ｇ／ｍ２の離型剤（ＰＡＴ－６６０）の水溶液と共に
噴霧した。プレスプレート温度１６０℃で４０バールにおける３０秒間のショートサイク
ルプレス工程におけるアセンブリのプレス加工前に、０．６ｍｍ厚さのオークベニヤ層を
サブ層に配置した。得られた製品は、ベニヤ層中にあってサブ層の硬化した混合体で充填
された細孔及び割目を含むベニヤＨＤＦであった。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
－基板（１）を準備する工程と、
－サブ層（２）を前記基板（１）の表面に設ける工程であって、前記サブ層は粉末状に設
けられ、かつ前記サブ層はバインダと充填剤とを含む工程と、
－ベニヤ層（３）を前記サブ層（２）に設ける工程と、
－前記サブ層（２）の少なくとも一部分（２ａ）が前記ベニヤ層（３）の細孔に浸透する
ように、前記ベニヤ層（３）及び／又は前記基板（１）に圧力を加えて前記サブ層（２）
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のバインダを液体状態とする工程と、
　を備えたベニヤ要素（１０）を製造する方法において、
　前記方法は、更に、
　前記サブ層（２）の前記ベニヤ層（３）の細孔への浸透を調整することによって前記ベ
ニヤ層のデザインを決定する工程、
　を備え、前記サブ層（２）の前記ベニヤ層（３）の細孔への浸透を調整する工程は、前
記サブ層（２）の流圧を調整する工程を備え、前記ベニヤ層（３）及び又は前記基板（１
）に圧力を加えることにより、前記サブ層（２）の少なくとも一部分（２ａ）が前記ベニ
ヤ層（３）の細孔に浸透して、前記ベニヤ層（３）は強化され、前記サブ層によって含漬
され、ベニヤ層（３）は改良された耐摩耗性特性を呈し、
　前記サブ層（２）の前記ベニヤ層（３）の細孔への浸透を調整する工程は、前記ベニヤ
層（３）及び／又は前記基板（１）に圧力を加える前に、前記ベニヤ層（３）を砥粒加工
する工程を備え、
　前記砥粒加工工程は、前記ベニヤ層（３）及び／又は前記基板（１）に圧力を加える前
に、前記ベニヤ層（３）をブラッシング加工し、これにより前記ベニヤ層（３）に前記ベ
ニヤ層を貫通する穴（６）や割目（７）を新たに形成して、前記ベニヤ層を浸透するサブ
層の抵抗を減少させる工程を備えている、
方法。
【請求項２】
　圧力を加えるときに前記サブ層（２）の流圧を調整する工程は、以下のパラメータ：－
前記サブ層（２）のバインダの濃度；
－前記サブ層（２）の水分含量；
－前記ベニヤ層（３）及び／又は前記基板（１）に加えられる圧力；
－前記サブ層（２）の気体圧力；
－前記サブ層（２）の充填剤の濃度；及び
－前記ベニヤ層（３）の厚さ；
のうちの１つ又は複数のパラメータを調整する工程を有している、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記サブ層（２）は、更に顔料を備えている、
　請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記基板（１）は木材をベースとするボードである、
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記サブ層（２）の流圧を調整する工程は、前記サブ層（２）のバインダの濃度を調整
する工程を備えている、
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記流圧を調整する工程は、前記サブ層（２）の水分含量を調整する工程を備えている
、
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記流圧を調整する工程は、前記ベニヤ層（３）及び／又は前記基板（１）に加えられ
る圧力を調整する工程を備えている、
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記流圧を調整する工程は、前記サブ層（２）に気体圧力を生成する工程を備えている
、
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項９】
　前記気体圧力を生成する工程は、前記サブ層（２）に化学的及び／又は物理的発泡剤を
含有させる工程を備えている、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記サブ層（２）の前記ベニヤ層（３）の細孔への浸透を調整する工程は、前記サブ層
（２）に充填剤を含有させる工程を備えている、
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
前記サブ層（２）の前記ベニヤ層（３）の細孔への浸透を調整する工程は、前記ベニヤ層
（３）の厚さを調整する工程を備えている、
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の方法。　
【請求項１２】
　前記サブ層（２）の前記少なくとも一部分（２ａ）は、前記ベニヤ層（３）の穴（６）
や割目（７）に浸透する、
　請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の方法。　
【請求項１３】
　前記ベニヤ層（３）は、木材ベニヤ、コークベニヤ、又はストーンベニヤを備えている
、　請求項１乃至１２のいずれか一項に記載の方法。　　
【請求項１４】
　前記バインダは、熱硬化性バインダ又は熱可塑性バインダである、
　請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記サブ層（２）は耐摩耗性粒子を備えている、
　請求項１乃至１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　圧力を加えた後に、前記ベニヤ層はエンボスされた部分を備え、
　前記サブ層（２）の一部は、エンボスされた部分において、エンボスされていない表面
部分より圧縮されている、
　請求項１乃至１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
－基板（１）を準備する工程と、
－サブ層（２）を前記基板（１）の表面に設ける工程であって、前記サブ層（２）はバイ
ンダと、充填剤と、顔料とを備え、かつ前記サブ層は粉末状に設けられる工程と、－ベニ
ヤ層（３）を前記サブ層（２）に設ける工程と、
－前記サブ層（２）の少なくとも一部分（２ａ）が前記ベニヤ層（３）に浸透するように
、前記ベニヤ層（３）及び／又は前記基板（１）に圧力を加えて前記サブ層（２）のバイ
ンダを液体状態とする工程と、
　を備えたベニヤ要素（１０）を製造する方法において、
　前記方法は、更に、
　前記サブ層（２）の前記ベニヤ層（３）の細孔への浸透を調整することによって前記ベ
ニヤ層のデザインを定める工程、
　を備え、前記サブ層（２）の前記ベニヤ層（３）の細孔への浸透を調整する工程は、前
記サブ層（２）の流圧を調整する工程を備え、前記ベニヤ層（３）及び／又は前記基板（
１）に圧力を加えることにより、前記サブ層（２）の少なくとも一部分（２ａ）が前記ベ
ニヤ層（３）の細孔に浸透して、前記ベニヤ層（３）は強化され、前記サブ層によって含
漬され、ベニヤ層（３）は改良された耐摩耗性特性を呈し、
　前記サブ層（２）の前記ベニヤ層（３）の細孔への浸透を調整する工程は、前記ベニヤ
層（３）及び／又は前記基板（１）に圧力を加える前に、前記ベニヤ層（３）を砥粒加工
する工程を備え、
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　前記砥粒加工工程は、前記ベニヤ層（３）及び／又は前記基板（１）に圧力を加える前
に、前記ベニヤ層（３）をブラッシング加工し、これにより前記ベニヤ層（３）に前記ベ
ニヤ層を貫通する穴（６）や割目（７）を新たに形成して、前記ベニヤ層を浸透するサブ
層の抵抗を減少させる工程を備えている、方法。
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